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LEDS richtig verbinden

Modulare Losungen und Wartung von LED-Lichtsystemen

Glihlampen zu wechseln geht einfach; allerdings sind diese nicht mehr haufig anzutreffen.
Ihren Platz haben LEDs eingenommen, die nicht immer einfach zu wechseln sind. Aber

auch dort gibt es bedienungsfreundliche und kostengiinstige Alternativen.

n allen Bereichen des Alltags finden sich Anwen-
dungen wie beispielsweise im Haushalt, im Auto-
mobil, in der Unterhaltungselektronik, bei Hin-
tergrundbeleuchtungen von Displays, im Bereich
offentlicher Beleuchtungen und auch im StrafSenver-
kehr bei Signalen und Beschilderungen, die auf Licht
in irgendeiner Form angewiesen sind. Heutzutage
wird alles beleuchtet, zudem soll die Beleuchtung

moglichst bunt, klein, kostengiinstig und langlebig
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sein. Immer kleinere und immer leuchtstéarkere LEDs
erftillen diese Anforderungen.

Bei LED-Lichtsystemen nehmen Steckverbinder je
nach Anwendung unterschiedliche Rollen ein. So
dienen sie sowohl der modularen Aneinanderreihung
von LED-Leuchtstreifen, stellen aber auch die elekt-
rische Verbindung zur LED-Treiberplatine her oder
ermoglichen die Sockelung von LEDs. Es gibt eine

Vielzahl von einsetzbaren Steckverbindern, die Ent-
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wickler bei diesen Anwendungen einsetzen konnen.
Diese sind etwa Board-to-Board-Verbinder fiir hori-
zontale und vertikale Losungen, einzelne Buchsen
fiir die Sockelung von LEDs und Buchsenleisten fiir
Displaymodule. Dazu gibt es spezielle Mehrfachmo-
dule, etwa fiir 7-Segment-Anzeigen und -Displays,
Doppelmodule als Fassung fiir LED-Lampen (MR11
und MR16) oder einzelne Stifte und Kontaktbuchsen
fiir die individuellen Losungen.

LED-Displaymodule

Fir LED-Module gibt es verschiedene Moglichkeiten
diese steckbar zu machen. So lassen sie sich mit ver-
tikalen oder horizontalen Sockeln auf der Platine oder
direkt an der Kante platzieren, sodass sie direkt hin-
ter der durchsichtigen Frontabdeckung im Gehause
sitzen. Solche Sockel gibt es fiir Einfach- und Mehr-
fachmodule als Einl6tversion oder auch in SMD-Aus-
fithrung. Ansonsten gibt es eine Vielzahl von Prézi-

DATEN

Beleuchtungssysteme mit Gliihlampen oder Leuchtstoff-
rohren haben mittlerweile groBtenteils ausgedient. Heu-
tige LEDs sind kleiner, langlebiger und energieeffizienter
als die herkdmmlichen Produkte. Allerdings war die War-
tung und der Austausch herkdmmlicher Leuchtmittel
aufgrund von Gewinden oder Rastpins schnell und ein-
fach. Dahingegen sind LEDs in SMD oder in bedrahteter
Ausfiihrung meist auf oder in die Platine verlGtet, so dass
eine feste und nur schwer zu trennende Verbindung ent-
steht. Aber auch hier ist ein leichter und wenig kostenin-
tensiver Austausch von einzelnen Komponenten und Mo-
dulen notwendig. Mit Hilfe von Prazisionsbuchsen- und
stiften lassen sich bedrahtete LEDs, Display- und LED-
Module sowie Treiberboards einfach und kostengiinstig
tauschen, erweitern und warten.
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sionsbuchsen, um die Module direkt in der Platine
steckbar zu machen (Bild 1).

LED-Treibermodule
Um Kabel fiir die Stromversorgung von LED-Treiber-
modulen nicht direkt in die Platine einléten zu miis-
sen, gibt es verschiedene Prazisionskontaktstifte in
unterschiedlichen Ausfiihrungen wie etwa mit Lot-
kelch, mit Crimp-Ende oder geschlitzt direkt in die
Platine gelotet oder mit Hilfe von Prazisionsbuchsen
eingesteckt (Bild 2). LED-Treibermodule werden auch
héaufig selbst gesteckt oder aneinandergereiht. Hier-
tiir gibt esinzwischen eine Vielzahl horizontaler oder
vertikaler Stiftleisten und Buchsenleisten in Raster-
mafien von 1 mm, 1,27 mm, 2 mm und 2,54 mm.
Die Verwendung solcher Stifte und Buchsen ermog-
licht zudem zusétzliche Steckméglichkeiten auf den
Treibermodulen wie etwa fiir Messpunkte, Kurz-
schlussbriicken oder um weitere Module und Bautei-
le aufzustecken.

Horizontale Verbindungen mehrerer
aneinandergereihter LED-Module
Passgenaues Aneinanderreihen von Modulen, um
etwa Lichtbander in LED-Beleuchtungen zu verbin-
den, benotigt typischerweise Leiterkartensteckver-
binder wie in Bild 3 zu sehen. Wenn Entwickler bereits
bei der Produktentwicklung von Anfang an auf ein-
heitliche Losungen achten, dann sind spater Module
verschiedener Serien besser kombinierbar. Auierdem
ist so eine einheitliche Verarbeitung, etwa per Hand
(THT-Bauteile/Wellenloten) oder maschinell mit
SMD-Bauteilen fiir Reflow-Lotverfahren, moglich.
Bevor Entwickler Steckverbinder fiir eine Anwen-
dung auswéhlen, miissen sie verschiedene Fragen
zum Einsatz dieser Stecker abklédren. Erfolgt der

Bild 1: Stecklosung

von 7-Segment-An-
zeigen mit Hilfe von
Prazisionsbuchsen.

Bild 2: Kontaktie-
rungsmoglichkeiten
der Stromversorgung
an LED-Treibermodu-
len.

Bild 3: Horizontale
Verbindung von LED-
Leuchtstreifen.

Bild 4: Z-gebogene
SMD-Stift- und Buch-
senleisten mit
0.05"-/1.27-mm-Ras-
ter.
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Bild 5: Z-gebogene
SMD-Stift- und Buch-
senleisten mit

0.1”-/2.54-mm-Raster.

Bild 6: SMD-Briicke
mit 0.1"-/2.54-mm-
Raster.

Bild 7: SMD-Feder-
kontaktmodul
(rechts) mit Gegen-
kontaktmodul in THT
(links).

Bild 8: THT-Stift- und
Buchsenleistenkom-
bination mit recht-
winkligen Einlotstif-
ten.

Bild 9: Einzelbuchsen
fiir Kontakte von
MR11-Leuchtmitteln.

Bild 10: MR11, Typ
GU4&GZ4, fiir 0,95 -
1,05 mm grofle Stifte
mit Lotkelch.
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Bestiickungsvorgang rein iiber eine SMD- bezie-
hungsweise tiber eine THT-Bestiickung oder ist auch
eine Mischbestiickung notig? Weiterhin ist der zur
Verfligung stehende Platz auf der Platine sowie die
Hohe der einzelnen Komponenten zu klaren. Aufier-
dem zidhlen Faktoren wie Qualitdt und Robustheit
sowie die Anzahl der Steckvorgange —wird einmal,
selten oder regelméfig getrennt und wieder verbun-
den? Die Beantwortung dieser Fragen leitet dann
gleich auf die Kosten und ein vorhandenes Budget
weiter. Erst dann konnen Entwickler sich konkrete
Optionen an Steckverbinderlésungen im Detail
anschauen. In den Bildern 4 und 5 sind zwei hori-
zontale SMD-Steckverbinder mit einem Raster von
1,27 mm sowie mit einem 2,54 mm grofien Raster
zu sehen. Mit dieser Kombination aus qualitativ
hochwertigen Stift- und Buchsenleisten konnen
LED-Module einfach und vor allem mehrfach
gesteckt werden. Hiermit lassen sich langere Ketten
von Modulen stecken oder fehlerhafte Module ent-
fernen und ersetzen.

Bild 6 zeigt zwei Leiterplatten, die horizontal mit-
einander verbunden sind, doch sind sie in diesem Fall
mit einer SMD-Briicke zusammengefiigt. Diese ist
beidseitig gelotet, wodurch eine starre Verbindung
entsteht. Fiir horizontale Verbindungen lassen sich

auch Federkontakte oder Module mit passenden
Gegenkontakten einsetzen (Bild 7). Diese Verbindung
erlaubt einen gewissen Spielraum, sodass die Verket-
tung von LED-Modulen grofsere Fertigungstoleranzen
zuldsst. Losungen dieser Art sind in der Regel etwas
teurer, haben aber einen grofSen Vorteil bei Anwen-
dungen, die Schock oder Vibrationen ausgesetzt sind
und bei denen starre Steckverbindungen eventuell
Schaden nehmen koénnten.

Eine mechanisch sehr stabile Losung bietet sich mit
THT-Steckverbindern (Bild 8) an, gerade wenn die
Platine sowieso gemischt bestiickt wird. Die THT-
Versionen haben Vorteile bei der Handbestiickung von
Platinen und halten groere Krafte beim Stecken aus.

Stecken von LED-Leuchtmitteln (MR11

und MR16) mit G4- und G5.3-Stecksockeln
Beim Ubergang von herkémmlichen Leuchtmitteln
zu LED-Lampen waren Halogenlampen sehr popu-
lar. Diese haben jedoch aufgrund Threr schlechten
Energieausbeute heute grofitenteils ausgedient. LEDs
haben im Vergleich zu klassischen Leuchtmitteln und
Halogenlampen einen deutlich niedrigeren Strom-
verbrauch und Energieverlust sowie eine viel langere
Lebenserwartung. Um Halogenlampen in bestehen-
den System zu ersetzen, entstanden LED-Leuchtmit-
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tel mit zwei Kontaktstiften. Zur Kontaktierung sind
entweder einzelne Buchsen oder fertige Doppelsockel
notwendig. MR11-Strahler mit 12 V kdnnen sowohl
iiber G4- als auch tiber G5.3-Stecksockel verfiigen,
wihrend MR16-Strahler mit 12-V-G5.3-Stecksockel
besitzen.

Einzelbuchsen oder Sockel aus
Berylliumkupfer-Legierung

Die Rickseite von Einzelbuchsen oder Sockeln
ermoglicht ebenfalls unterschiedliche Anschluss-
moglichkeiten. Diese gibt es beispielsweise als THT-
Einlét- oder Einpressversion mit offenem oder
geschlossenem Boden, mit Lotkelch oder Crimp-
Ende zur riickseitigen Kabelmontage oder auch als
SMD-Version. Ebenso konnen Pin-Abstand und Pin-
Durchmesser des Leuchtmittels variieren, was Ent-
wickler berticksichtigen miissen, sofern diese Punk-
te fiir das verwendete LED-Leuchtmittel relevant
sind. Der Pin-Abstand bei G4- und GY4-Typen liegt
bei 4 mm und der Pin-Durchmesser bei 0,65 —
0,75 mm. Die GU4- und GZ4-Typen haben den glei-
chen Pin-Abstand, doch der Pin-Durchmesser liegt
hier zwischen 0,95 - 1,05 mm. Bei den G5.3-, GU5.3-
und GX5.3-Typen betrdgt der Pin-Abstand 5.3mm
mit Pin-Dicken von 1,45 — 1,60 mm. Unterschiedliche

Versionen von Einzelbuchsen sind auf den Bildern
9 und 16 zu sehen, wohingegen die Bilder 10 bis 15
Sockel fiir MR11 und MR16 zeigen.

In der Regel bestehen die prézisionsgedrehten
Buchsen und Kontaktstifte aus einer Berylliumkupfer-
Legierung und haben eine verzinnte oder vergoldete
Oberfldche. In die Buchsen eingesetzte Kontaktclips
sorgen fiir eine hochwertige Kontaktierung und einen
sicheren Halt. Prototypen fiir kundenspezifische
Losungen lassen sich in kleinen Mengen und kurz-
fristig in FR-4 umsetzen, bevor vielleicht spéter fiir
grofiere Serienmengen ein neues Spritzgussgehéause
gefertigt wird. Auch die einzelnen Pins und Buchsen
konnen Entwickler nach den eigenen Vorgaben modi-
fizieren, woraus sich dann eine neue Version fertigen
lasst. Fiir Anwendungen, die dauerhaft bei tiber 150 °C
im Betrieb sind, lassen sich in den Buchsen auch Kon-
taktclips aus einer Berylliumkupfer-Legierung ein-
setzen. Das sorgt dafiir, dass die Federkraft tiber die
Zeit stabil bleibt und so eine sichere Kontaktierung
gewdhrleistet. (prm) ]
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Bild 11: MR11, Typ
GU4&GZ4, fiir 0,95 -
1,05 mm groBe Stifte
mit Einlotstiften.

Bild 12: MR11, Typ
G4&GY4, fiir 0,65 -
0,75 mm groBe Stifte
mit Lotkelchen fiir Ka-
belkonfektion.

Bild 13: MR11, Typ
G4&GVY4, fiir 0,65 -
0,75 mm groBe Stifte
fur THT Montage.

Bild 14: MR16-Sockel
fur THT-Montage.

Bild 15: MR16-Sockel
fir SMD-Montage.

Bild 16: Einzelbuch-
sen fiir Kontakte von
MR16-Leuchtmitteln.
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